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Abstract (en)
[origin: WO8804617A1] Heavy wall, ceiling and floor coverings with a closed surface can be relatively easily pulled or slid off if the material that
adhesively secures the covering to the support can be at least etched by a dissolving liquid. According to the invention, a dissolving liquid is pressed
without air and by pulses by a needle nozzle (1) through the covering and at a high pressure into the adhesive joint.

Abstract (fr)
Les revêtements épais de murs, plafonds et planchers dont la surface est continue peuvent être assez facilement arrachés ou grattés si la matière
assurant l'adhérence du revêtement au fond peut au moins être attaquée par un liquide dissolvant. L'invention consiste à injecter ce dissolvant par
impulsions dans les revêtements avec un ajutage à aiguille (1) sans faire passer d'air et, à une pression élevée, dans la matière adhésive.
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